
中国电子学会电子制造与封装技术分会会刊

中国半导体行业协会封装分会会刊

ISSN 1681．1070

CN 32．1 709／TN

删删㈣㈣111||r
面向窄节距倒装互连的预

成型底部填充技术

@www．ep．Org．cn

主管：中国电子科技集团有限公司
+士—1国由I王H壮詹同，＼=I暂!上Jl z丌—o二亡

万方数据



·封面文章·

电子与封襞
第21卷第1期2021年1月

(总第213期)

目 次

面向窄节距倒装互连的预成型底部填充技术(特邀综述)⋯⋯王瑾，石修璃，王谦，蔡 坚，贾松良010101

·封装、组装与测试·

FPGA潜在缺陷测试技术综述(特邀综述)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯黄姣英，李 鹏，高 成

ADC测试中同源时钟分析与解决方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯钱宏文，刘继祥，吴翼虎，饶 飞

湿度传感元件制备、封装及检测电路设计的研究进展(特邀综述)

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯丁书聪，黄宜明，王 晓，梁峻阁，顾晓峰

基于静态随机存取存储器型FPGA的测试技术发展(特邀综述)⋯⋯⋯⋯⋯⋯张 颖，毛志明，陈 鑫

三维集成电路稳态解和瞬态解的建模与热分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯陈品忠．潘中良

导电胶粘接可伐载板工艺的仿真与优化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯蒋苗苗，李阳阳，朱晨俊，赵呜霄

一种毫米波封装的设计与优化方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯程琛，刘丽虹，夏冬，顾炯炯，李全兵

·电路设计·

010201

010202

010203

010204

010205

010206

010207

基于FPGA定时刷新控制单元的应用技术研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯孙洁朋，陈波寅，晏慧强，丛红艳，何小飞010301

一种基于Bmkaw带隙基准上电复位电路的设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯宋爱武，李富华，黄祥林，孙 波010302

基于MCU的可测性设计与实现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯张键．鲍宜鹏010303

一款用于DCDC芯片的多模式、高精度振荡器设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯张艳飞．曹正州010304

·微电子制造与可靠性·

智能功率模块中绝缘铝基板可靠性提升设计研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯党 宁，潘效飞，龚 平010401

·产品、应用与市场·

基于CKS32F103的电动车管家设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯常 浩，张 键，王 彬010501

期刊基本参数：CN32．1709厂TN+2001+m+16+72 4疝+en+p 4 Y15．00+1200+14+2021．01

万方数据



ElectroIlics＆Packaging
V01．21，No．1(Series No．213)J锄ua巧2021

CONTENTS

·Cover Paper·

Development ofmassembly Underfill for鼬e Pitch Flip Chip№rcomection(hI、，ited Paper)
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一肼ⅣG眠删Xi哪MⅣG Q溉cAJ『五叭肌岛，珂咖0lolOl

·Packaging&A鼹embly&Testing·

Litemt呱e Review ofFPGA Potential Defect Test吨TecllIloIog)r(Invited Paper)

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·日泓鹏知叫够￡，Pe够甜D钒愕01020l
Analysis and Solution ofHomologous Clockin ADC Test

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯Q，AⅣ舶，够淝如UU肛泌，眵形U y访地融D尼f 010202

Research Progress ofH啪idi妒Sensing Element Prepar撕on，PackagiIlg，锄d Detection—C硫uit Desi印(In讹d Pa畔r)

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·胱鼽∽o够删AⅣG yim岖肼Ⅳc X溉删鹏血孵，CU X蚴昭 010203

Progrcss ofStatic I‰dom Access Memo叮-baSed FPGA Test啦(h、，i伽Paper)
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·删ⅣG l，i够似D历im沁傩删X流 010204

Modeling and Th锄al Amlysis of Steady孤d T埘lsient Sol嘶0ns for 3·Dilllensioml hltegmted Circuits

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯伽Ⅳ只磁胁唱PAJ7v踟批010205
Silllulation aIld OptilIlization矗"C0nduc矗Ve A加esive Bond崦Tecllllol0影ofn圮KoVar A¨0y Subs仃ate

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯皿4ⅣG肘泐mf∞，￡，y硼影讲强四U ClIle耐un，刁M0施，够泐 010206

A Desi印锄d叫iIIlization Method ofMilli眦ter Wave Package

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯cⅣ觥仇n￡Ⅲ￡跏％X从Do够Gu肋嚼幻够￡，Q删孵 010207

·IC Desi舯·

Research on Application Tecllllology ofTimiIlg Re舶sh Con仃ol Unit Based 0n FPGA

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．sUⅣ脚e，蟛CHEⅣB町￡，l，yAⅣHu幻泌n彤CDⅣG舶珊唧，月E X蝴i 01030l

Desi弘ofPower-on Reset CiDcuit Based on Brokaw B锄dgap Refe崩lce

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯S0，vG A泐地￡，，砒l坞日抛J7vG x施，彬i，l，SUⅣ肋 O10302

Desi伊锄d Impleme北mon ofTes讪il时BaSed on MCU⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯刁MⅣG厕巩鲋D y咖eng 010303

Des咖ofMulti·Mode锄d Hi曲·№cision Oscillator for DCDC Chip⋯⋯Z枞ⅣG yn，咖‘翻D纨孵|IloⅡ O10304

·MicmelectroIIi伪Fabrication&Reliabni蚵·

Desi印锄d Re∞arch 0n Reliabil时hnproVement ofhl锄lated AlumiIlum Subs昀te ill hltelligcnt Power Module

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯搠ⅣG M够烈J『v x蚴‘GD，vG只，lg 01040l

·Products＆Applicatio璐＆Markets·

Design ofEIectric Vehicle HousekeeperB淞ed on CKS32F103⋯⋯C黝J7、，G日∞，删ⅣC．，Za，毫，形AⅣG B流 01050l

万方数据



屑负使命再借芯章
庆祝清华大学微电子学研究所成立40周年

2020年是清华大学微电子学研究所成立40周年，其前身可追溯到1 956年设立的清华大学半导

体专业，它是国内工科大学第一个半导体专业。1980年8月，为发展以大规模集成电路为核心的微

电子学科学技术，清华大学成立了以大规模集成电路为研究主线的微电子学研究所，同时承担专业

教学工作。后来又在国内大学中最早开设了研究生微电子封装技术课程，开展微电子封装和可靠性

研究。2004年3月，为进一步促进清华大学在微电子与纳电子学科的发展，决定成立清华大学微电

子与纳电子学系。经过40年的发展，清华大学微纳电子系／微电子所形成了微纳电子学和集成电路

与系统两个研究方向，建立了比较完善的硅基微电子研究体系，培养了大批高素质的优秀人才，已

成为我国专门从事微电子和集成电．路领域高层次人才培养和科学研究的重要基地。
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